_______機械工程________ 系(所) 碩士班 課程與核心能力之關聯檢核表
	核心能力
	能力指標與
核心素養
	對應課程
	檢核機制

	1.具備機械領域之專業知識。
	1. 基礎與專業機械工程知識 

2. 運用邏輯分析
3. 搜尋資料能力
4. 表達能力

	碩士論文、工程統計、機械視覺應用技術、精密製造理論與應用、實驗模態分析、電腦輔助機械結構分析、電腦輔助模流分析、結構振動、高等數值分析、訊號處理、粉粒體工學、破損理論與分析、科技英文閱讀、前瞻性太陽能電池設計與趨勢、物理冶金、系統晶片設計實習、系統晶片設計、材料科學、半導體製程技術實習、半導體製程技術、半導體物理與元件、人工智慧、人機介面、綠色創新設計、非傳統加工概論、田口品質工程法、數位影像處理與實習
	1. 修畢本系碩士論文6學分之必修課程。

2. 修滿本系36學分專業選修課程。

3. 通過本系碩士論文研究計畫書口試。

4. 畢業前必須發表至少一篇以上本系認可之著作。

5. 完成並發表碩士論文。



	2.具備規劃並執行研究專題及表達研究成果之能力。
	1. 研究規劃之能力
2. 獨力思考能力
3. 撰寫資料能力
4. 問題解決能力
	碩士論文、機器人動力學、機械視覺應用技術、數位控制系統設計、精密製造理論與應用、實驗模態分析、電腦輔助機械結構分析、電腦輔助模流分析、結構振動、高等數值分析、高分子材料、訊號處理、紊流學、粉粒體工學、破損理論與分析、物理冶金、系統晶片設計實習、系統晶片設計、材料機械性質、材料科學、材料分析與檢測、半導體製程技術實習、半導體製程技術、人工智慧、人機介面、綠色創新設計、非傳統加工概論、田口品質工程法、數位影像處理與實習
	

	3.具備參與多重領域合作之能力。
	1. 跨領域的知識
2. 團隊合作精神 

3. 溝通協調與整合能力 
	碩士論文、機械視覺應用技術、精密製造理論與應用、實驗模態分析、電腦輔助機械結構分析、電腦輔助模流分析、結構振動、高等數值分析、粉粒體工學、破損理論與分析、科技英文閱讀、前瞻性太陽能電池設計與趨勢、系統晶片設計實習、系統晶片設計、材料科學、半導體製程技術實習、半導體製程技術、人工智慧、人機介面、綠色創新設計、非傳統加工概論、田口品質工程法、數位影像處理與實習
	

	4.具備國際觀，並能理解專業倫理及社會責任。
	1. 外語文應用能力 

2. 重視道德倫理 

3. 終身學習
	碩士論文、機械視覺應用技術、精密製造理論與應用、實驗模態分析、電腦輔助機械結構分析、結構振動、高等數值分析、訊號處理、粉粒體工學、破損理論與分析、科技英文閱讀、前瞻性太陽能電池設計與趨勢、材料科學、半導體製程技術實習、半導體製程技術、人機介面、綠色創新設計、非傳統加工概論、田口品質工程法、數位影像處理與實習
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